
2023 INTRODUCTION
Semiconductor | Chemicals | Energy



PART.01 ABOUT NEPES

PART.02 BUSINESS PORTFOLIO

RECOGNITIONPART.04

PART.05 APPENDIX

03

06

17

25

CONTENTS



ABOUT NEPES

Part.01

• INTRODUCTION

• BUSINESS PORFOLIO

04

05



ABOUT NEPES BUSNESS PORTFOLIO RECOGNITION APPENDIX

INTRODUCTION

‘네패스’는 영원한 생명(Eternal Life)을 의미하는 히브리어에서 유래했습니다.

‘네패스’라는 사명社名은 강인한 생명력과

지속가능성이라는 회사의 비전을 담고 있습니다.

회사명 네패스

설립일 1990.12

대표이사 이병구

경쟁력 선도기술, 최고 품질, 기업 문화

사업장
• 한국: 7개 지역(충청북도, 서울)

• 해외: 5개 지역(CN, US, PHL, IDN)

상장회사 네패스(1999.12) / 네패스아크(2020.11)

직원 수 2,840(2023.01)

Global top-tier partner, nepes 4
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BUSINESS 

PORTFOLIO

Semiconductor

Display

Solar Cell

Wafer Level

Package

Fan-out PLP System

in Package

Rechargeable

Battery

Energy Saving

Green construction

Semiconductor

Advanced Back-end Foundry

Chemicals
High Functional Materials

Energy
Green Enovation for Future
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Chip

Chip

Chip

Chip

Form Factor

30% Down

Chip Size

50% Down

◆ Conventional PKG

QFP (Quad Flat Package)

BGA (Ball Grid Array)

◆ Advanced PKG

FIWLP (Fan-In Package: Wafer Level)

FOWLP/PLP

(Fan-Out Package: Wafer/Panel Level)

Form Factor

50% Down

01.SEMICONDUCTOR

네패스는 첨단 반도체를 위한

핵심 후공정 솔루션을 제공합니다.

CORE TECHNOLOGY
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SEMICONDUCTOR
국내 최초 WLP 기술 개발 양산 / 세계 최초 PLP 개발 양산 / 초박형 SiP(nePAC) 확보 및 양산

• Wafer Level Packaging – chip size 

packaging solution

• 8 & 12inches turnkey service

• 300mm FOWLP (KR, PH) 

• Fan Out packaging @ 600mm sq. PLP

• World 1st 600 mm PLP production

• Single & multi dies packaging

• Package on Package

• Nepes System in Packaging

• No substrate -Chip last on RDL interposer

• High integration & small form factor

WLP Solutions FOPLP Solutions nePAC Solutions
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New ecosystem

Back-end Foundry

nPLP nSiP

Global 
Fabless

Foundries

OSATs

SEMICONDUCTOR
Advanced Back-end Foundry Solutions | 생태계의 전환

네패스는 Global Top-tier 고객들과 함께 성장하고 있습니다.



02.CHEMICALS

네패스는 첨단 반도체와 디스플레이를 위한

핵심 소재를 공급합니다.

CORE TECHNOLOGY

Nega PR : NNBP-103T, NUTP-264
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CHEMICALS
네패스는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 적용되는 첨단 중합형 리소그래피 소재와

기능성 wet chemical을 제공하고 있습니다.



03.Energy

네패스는 지속 가능한 친환경 에너지 솔루션을 제공합니다.

CORE TECHNOLOGY

(+)

(-)
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ENERGY | Lead Tab

네패스는 국내외 고객사로 이차전지의 주요 부품인

리드탭의 공급을 확대하며 빠르게 성장하고 있습니다.
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ENERGY | Smart film

• PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal)

POWER 

OFF

POWER 

ON

ITO

PET

액정잉크

가시광선

• PNLC (Polymer Network Liquid Crystal)

POWER OFF POWER 

ON

배향막
ITO

액정잉크

PET가시광선

네패스는 전자재료 기술을 기반으로 세계 최초로

리버스 스마트 필름(PNLC)을 성공적으로

상품화했습니다. 

네패스의 스마트필름은 기존 건축물이나 자동차 등에

쉽게 부착 가능하며, 간편하게 전자 블라인드 기능을

구현하고, 에너지 절감에 도움을 줍니다.
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GLOBAL NEPES
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White House report quotation

• It contained the proposal of strengthening the domestic semiconductor 

manufacturing ecosystem by highlighting advance packaging necessary for 

important national security other than commercial use, and this shed light on 

nepes among the global top10 companies

[43p.]

[Source: The White House, ‘Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American 

Manufacturing, and Fostering Broad-based Growth’, Jun ’21]

보고서에는 국가안보에중요한첨단패키징의필요성을강조하여국내반도체제조

생태계강화하자는제안과함께글로벌 Top10 첨단패키징기업중 하나로네패스를

조명함
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Joining ASIC : American Semiconductor Innovation coalition

IBM 및 회원들은 네패스의 WLP 및 FOPLP와 같은 첨단 패키징에 대한 전문지식이 연합에 큰 가치를 제공할

것으로 기대



ABOUT NEPES BUSNESS PORTFOLIO RECOGNITION APPENDIX

Global top-tier partner, nepes 19

Joining UCle : Universal Chiplet Interconnect Express
초미세공정전환에따른기술적한계를극복할대안으로평가받는첨단패키지기술구조의새로운

표준정립을위해글로벌주요반도체(삼성, 인텔, AMD, Arm  등)  IT 기업(마이크로소프트, 메타

등)들이참여
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Wafer Level 

Package Probe Test
Back-end

Assembly

Package

Test

Final

Product

Global top-tier partner, nepes 20

Core back-end foundry for 

k-semiconductor belt

K-반도체 벨트

‘K-반도체전략 보고대회’

반도체 패키징 대표기업으로참석

Back-end Foundry Turnkey Solution
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Korea Semiconductor

등대기업
2022.11.17

타기업의방향성을제시하는
혁신모범중견기업

으뜸기업
2022.01.10

핵심전략기술분야에서
글로벌수준의
성장잠재력을지닌기업

올해의 브랜드 대상
2022.09.02

대국민소비자투표를통해
한해를빛낸최고의브랜드로
선정된기업

차세대세계일류상품
2022.11.18

높은기술력과경쟁력으로
국가경제발전에기여하는상품
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기업문화 우수사례

St. John’s Univ. (2022.5.19-21) Best Selling BooksMichigan Univ. (2022.6.23-24)
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APPENDIX 1 | Core technology(Semiconductor)

Market 

Trend
Smaller form factor (Based on Wafer-Level Platform)

Highly integrated Wafer-Level system in Package
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Conventional PKG Bumping WLP Fan-out WLP/PLP/PoP SiP

Position Other OSAT  |  
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APPENDIX 2 | What is End-fab?

Front-Fab 공정 이후 Passivation, RDL 공정 및 Bump 공정을 지칭합니다.

산화공정(Oxidation)
Passivation 1 (Re-configuration)

포토공정
(PR-Exposure-Development)

식각공정(Etching)

박막공정
(Ion Implantation-CVD)

금속배선공정(Metallization)

Redistribution Layer

Passivation 2

Under Bump Metallurgy

Ball attach

Solder ball

UBM

PSV

RDL

PSV

Front-Fab End-Fab

Bumping, WLP

FOWLP / PLP

nSiP

Package & Test
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APPENDIX 3 | What is FOPLP?

• 네패스의 FOPLP는 업계 최대의 패널 사이즈로 새로운 PLP의 표준을 제시합니다.

• FOWLP 경험과재료 내재화, End-fab 기술을 바탕으로 독자 FOPLP 기술을 확보하였습니다.

200mm

WLP

300mm

FOWLP

415 x 515 mm

FOPLP

Generation1

600 x 600 mm

FOPLP

Generation2

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Usage area

(Ratio)
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